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捷邦精密科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系

活动类别

☐特定对象调研 ☐分析师会议

☐媒体采访 业绩说明会

☐新闻发布会 ☐路演活动

☐现场参观 ☐其他

参与单位名称及

人员姓名
线上参与公司2025年半年度业绩说明会的全体投资者

时间 2025年09月01日 15:00-16:00

地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络文字互动

上市公司

接待人员姓名

总经理 江怀海

董事会秘书、副总经理 李统龙

财务总监 潘昕

投资者关系活动

主要内容介绍

1、净利润同比下滑，主要因研发费用、管理费用及存货跌价

准备增加，未来如何平衡扩张与盈利？

答:尊敬的投资者您好。公司将持续关注费用控制，优化资源

配置，提升运营效率，同时注重研发投入以保持技术领先和市场竞

争力。未来，公司仍会对代表行业发展趋势，代表客户真实需求的

业务持续加大投入，同时将通过精细化管理和提高投入产出比，实

现可持续发展，以实现扩张及盈利的平衡。感谢您的关注。

2、公司北美大客户订单，中美贸易摩擦会影响订单稳定性吗？

公司海外布局进展如何？

答:尊敬的投资者您好。公司目前生产经营有序推进，在中美

谈判的背景下，中美贸易摩擦未对公司订单的稳定性造成影响，公



司也将持续关注国际宏观局势，在海外客户服务、海外产能布局及

国内客户拓展等方面做好平衡。有关公司海外布局方面，公司目前

在越南设有生产基地，在美国、中国香港、新加坡等地设有子公司

进行贸易及客户对接。感谢您的关注。

3、半年报显示公司的研发费用占营业收入的8.71%，在研发

方面近期有什么实质进展吗？

答:尊敬的投资者您好。公司研发费用增长的原因主要系公司

新并购赛诺高德并表及新孵化项目等加大研发投入所致，目前公司

研发项目均顺利推进中。感谢您的关注。

4、2025年上半年研发费用同比增长43.06%，管理费用同比增

长39.25%，财务费用同比增长211.42%。请说明各项费用增长主

因？未来是否有压缩空间？

答:尊敬的投资者您好。公司研发费用增长的原因主要系公司

新并购赛诺高德并表及新孵化项目等加大研发投入所致；管理费用

增长的主要原因系公司新并购赛诺高德并表及2024年实施的员工

股权激励导致计提股份支付费用增加所致；财务费用增长的主要原

因系公司并购支付现金及并购贷款利息支出增加，现金减少导致理

财收益减少所致。公司将持续关注费用控制，优化资源配置，提升

运营效率，以实现公司既定的战略目标。感谢您的关注。

5、销售毛利率同比提升1.51%，是否得益于高毛利新材料业

务占比提升？毛利率的提升空间有多大？

答:尊敬的投资者您好。公司毛利率提升主要系赛诺高德纳入

合并报表范围所致。随着赛诺高德产品良率及产能提升，预计公司

毛利率仍有提升空间。同时，公司新材料业务毛利率对比上年同期

亦有所提升。感谢您的关注。

6、尊敬的江总李总您好，想问一下，贵司在苹果17目前的vc

散热模块是主供么？供货占比是多少？是否有预估利润？感谢。

答:尊敬的投资者您好。公司控股子公司赛诺高德已于2024年6

月获得北美大客户一级供应商代码，并参与其2025年量产的新项目

开发，关于赛诺高德量产情况，由于赛诺高德与客户签署了保密协

议，具体项目信息暂不方便透露。在手机VC均热板蚀刻加工领域，



赛诺高德是国内参与最早、产能储备最大的企业之一，是该领域内

的头部企业。感谢您的关注。

7、赛诺高德收购后，VC均热板项目二季度仍处于量产爬坡期，

当前良率是否达到行业平均水平？

答:尊敬的投资者您好。赛诺高德重要客户的VC均热板项目目

前已进入量产阶段，赛诺高德的产品良率及产能随着项目的逐步推

进稳步增长，目前良率已达到年初公司与客户预期的水平。感谢您

的关注。

关于本次活动是否

涉及应披露重大信

息的说明

本次活动不涉及未公开披露的重大信息。

附件清单

（如有）
无

日期 2025年09月01日
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